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Révision de Ia présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment reva par la Commission afin d’assurer qu’il refléte
bien I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs 3 ce travail de révision, & I’éta-
blisssment des éditions révisées et aux mises a jour peuvent
&tre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

® Bulletin de la CEX

Revision of this publication »

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from 1EC
National Committees and from the following IEC sources:

® IEC Bulletin

Pujhe trimestriellement

® Rapport d’activité de la CEI
Pullié annuellement

@® Cathplogue des publications de la CEI
PuYlié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls |sont définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présentd publication.

En cq4 qui concerne la terminologie générale
reporterp a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaj
techniqye International (V.E.I), qui est établie soys
chapitre
ral étan
peuvent

Symbo

Seuls

Le recueil compie
la CET [fait 'obje

Less
font PPopjet

Published quartetly

ocabulary (LE.V),
sued in the form of separate chapters each dealing
h_a specific field, the General Index bging published as a
epafate booklet. Full details of the LEN. will be supplied

f}rred to IEC Publi-

Graphical and letter symbols

Only special graphical and letter symbpls are included in
this publication.

The complete series of graphical symbdls approved by the
1EC is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approvéd by the IEC are
contained in I EC Publication 27.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DEUXIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 249-2 (1970)

MATERIAUX DE BASE A RECOUVREMENT METALLIQUE POUR CIRCUITS IMPRIMES

Deuxiéme partie : Spécifications

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la C ET en ce qui concerne les questions techniques, wrépaiés pardg
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, exp t’dans Ja plhs grag
un accord international sur les sujets examinés.

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, I
dans leurs régles nationales le texte de la recomman

Un premier p

un projet dsfini
suivant 11

furent soumisé

o
if, documengt 5

Les pa oncés explicitement en faveur de la publication:

s Comités d’Etudes
hde mesure possible

Comités nationaux,

hationaux adoptent
tions nationales le
lante doit, dans la

omité d’Etudes N° 52 de la CEI: Circuits imprimés.

e cette réunion,
mités nationaux
reau Central)88,
bis en aolit 1972.

du Sud Ttalie
¢publique d”) Portugal
Roumanie

Autriche Royaume-Uni
Belgique Suede
Canada Suisse
Danemark Turquie
France Union des Républiques

Hongrie Socialistes Soviétiques
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SECOND SUPPLEMENT TO PUBLICATION 249-2 (1970)

METAL-CLAD BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS
Part 2 : Specifications

FOREWORD

1) The fogmal decisions or agreements of the 1 E C on technical matters, prepared by Techm amitkce ich all the
Natioppl Committees having a special interest therein are represented, express, a 2 z ational
consengus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they in that

sensc.

3) In ord¢r to promote international unification, the TE C expresse
the tex} of the I E C recommendation for their natjqnal rules if
betweep the IE C recommendations and the/correspord
indicated in the latter.

al Committees should adopt
itjons will permit. Any divergence
d, as far as possible, be|clearly

This fecommendation has rcuits.
A firs Ling, a
final drgft, docum proval
under the Six Mo L were
submittgd to the Natio 1972.

The f] in favour of publication:

Romania
South Africa
(Republic of)

Sweden

Switzerland

Turkey
Hungary Union of Soviet
Italy Socialist Republics

Portugal United Kingdom
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DEUXIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 249-2 (1970)

MATERIAUX DE BASE A RECOUVREMENT METALLIQUE POUR CIRCUITS IMPRIMES

Deuxiéme partie : Spécifications

Pages 12, 30, 40 et 50

Remettre en ordre le contenu des paragraphes 4.3 existants des spécifications N 1, 3, 4 et 5 de la
Publication 249-2 de la C EI de la maniére suivante :

43 Courbure et vrillage maximum A(\

Epaisseur nominale eville de cwivt quille de cuivre
suy uhe fac Apr deux faces

NN SO T

K N N
Moins de 0,8 Moins de 0,031 pour\les valeurs afctuelles,
De 08 & 1,2 De 0,031 2 0,04 \

a0

oir les feuilles
Au-dessus de 1,2 4 1,6
Au-dessus de 1,6 a 3,2
Au-dessus de 3,2 a4 6,4

particuliére:
Nes 1-3-445

vrillage ne s’gppliquent qu’aux dimensgions de planches
G s dimensions longueur oy largeur ne sont

Exigences

pour les valegurs
actuelles,

voir les

(trichloréthyléne) 3.64

fazz:Hl
TOUTIcS

Pour des solvants autres que le
trichloréthyléne, les exigences
seront déterminées par entente
entre client et fournisseur

particuliéres

Nos 1-3-4-5
Force d’arrachement aprés
exposition aux conditions simulées
de revétement électrolytique 3.6.5
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SECOND SUPPLEMENT TO PUBLICATION 249-2 (1970)

METAL-CLAD BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS
Part 2 : Specifications

Pages 13, 31, 41 and 51

Rearrange the content of the existing Sub-clauses 4.3 of Specifications Nos. 1, 3, 4 and 5 of I[EC
Publicatio: ”4“ 2 1 tl,u: JIUZZUYVI:ILS way=

4.3 Makimum bow and twist

o (N

Nominal thickness Copper foil o opp: h\on/
one ;fdb\ oth sides

mym in \ d }\ dlx \{] Wd‘

Less than 0.8 Less than 0.031

0.8 to 1.2 0.031 to 0.047
Over 1.2 to 1.6 Over 0.047 to 0.062
Over 1.6 to 3.2 Over 0.062 to 0.125

Over 3.2 to 6.4 Over ys\to ()% (\ 0s. 1-3-4-5
N

eces
hay

4.4 Prg

Requirements

for the actual

values,

olyent-vapour (trichlorethylene)  3.6.4

S€C

For solvents other than trichlor- . .
ethylene, requirements shall be . Specifications
agreed upon between purchaser
and supplier

Nos. 1-3-4-5
Peel strength after exposure to
simulated plating conditions 3.6.5
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— 6 —
Propriété Méthode d’essai Exigences

Cloquage aprés choc thermique
de 10 s (applicable aux feuilles
d’épaisseur nominale au moins

égale a 0,5 mm (0,02 in) 3.7 Aucune délamination ni cloquage

Note. — Les méthodes d’essai concernant les propriétés d’aptitude au poingonnage et les exigences doivent faire
I’objet d’accord entre client et fournisseur.

Ajouter le nouveau paragraphe :

4.5 Soudabilité

4.5.1 Finition du revétement métallique (sans traitement additionnel d urface)

a) Mouillage

mps
Epaisseur des matériaux de base maximal Température
mm (in) de mouillage] °C

S

Jusqu'a et y compsis 1,6 (0, \) G (0,0014) 2 235 +3

-0

Au-dessus de 1, 35 (0,0014) 3 235 T3
et jusqu’a 6,4 (Q 70 (0,0028) 3 235 'fg

rester en contact avec la soudure en fusion|pendant 5 *] s.

dées doivent étre recouvertes d’une couche de soudure lissq et brillante. Les

les pritéres d’acceptabilité des zones non mouillées ou démouiliées, vair la figure 11 de

la Rublication 249-1C de la CEI: Troisiéme complément & la Publication P49-1 de la CEL

Pour des ¢paisseurs de cuivre supéricures a 70 pm et/ou de stratifié a 6,4 mm (0,25 in), les temps de
mouillage et de démouillage doivent étre agréés aprés accord entre client et fourniss1eur.

4.5.2  Finition mate

A T’étude.
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Property Test method Requirements

Blistering after 10 s heat shock
(applicable to sheets not less
than 0.5 mm (0.02 in) nominal
thickness) 3.7 No delamination or blistering

Note. — Methods of test for punching properties and requirements for them are matters for agreement between

purchaser and supplier.

Add the new Sub-clause :

4.5  Solderability

4.5.1 Plat

finish (without further surface treatment)

a) Wetting Q %

A4
Thickness of base materials i Mum
mm (in) °C
. . +5
Up to and including 1.6 (0.062) 235 4
Over 1.6 (0.062) 235 *7
Up to 6.4 (0.25) 235 '3
b) Dewetting
Test specimens sh
Requiremen@
At least six sp shall pass the test.
The soldered\areys : ed with a smooth and bright solder coating .
Jcattered tmp i h_as pin-holes, shall not occur on more than 59 of the sur
4qnd _shall not ba~dprcentrated in one area.

Ire flity oRthe unwetted or dewetted areas, the criteria of Figure 11 of I E C Publica-
tion i pplement to TE C Publication 249-1, apply.
Nor¢. — Eb6r=thi of copper greater than 70 pm (0.0028 in) and/or of laminates greater than 6.4
(025 in), the wetting and dewetting times shall be agreed between purchaser and supplier.
4.5.2 Mat finish

U

nder consideration.

face

mm
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